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内容概要

电子组装制造是当前迅速发展的行业，本书集中介绍了电子组装制造的工艺与原材料。
全书从有关电子组装制造的发展历程和半导体芯片的制备开始，依次介绍IC芯片封装、层压板制造、
不同类型单层和多层线路板制造，以及各种线路板上元器件的安装技术、无铅焊料等焊接材料及其工
艺，电路板的清洗涂覆，挠性和刚挠性电路板制造，各类陶瓷基板及复合材料，混合电路和模块的组
装。
书中还专门介绍了电子组装制造中所涉及的环保问题和美国的相关法规。
书中不仅有大量的数据资料、实物图片、理论分析，还有许多宝贵的实践经验总结和设计规则。
   本书可以作为从事电子组装制造、微电子封装及相关材料制造行业人员的参考资料，也可以用于相
关专业研究生和高年级本科生的学习参考书。
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